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香港科技园公司公布「电梯募投比赛」总决赛全球初创 74 强名单 

 

• 「电梯募投比赛」 总决赛将于 2024 年 4 月 26 日举行，所有入围队伍将竞逐 4,500 万

美元的潜在投资机遇，包括高达 500 万美元的创投基金、24 万美元现金奖以及更多商

业合作机会 

• 今年 80%的参赛队伍来自全球各地 16个经济体 

• 所有准决赛队伍将获得香港科技园公司创科生态圈带来的机遇及支援服务 

 

 
 

（香港，2024 年 3 月 18 日）– 香港科技园公司（科技园公司）公布第八届「电梯募投比赛

2024」（EPiC 2024）最终 74 强全球初创公司入围名单，是从超过 600 名参赛者中被挑选进入

总决赛。这个有史以来最大规模的「电梯募投比赛 2024」总决赛将会于 4 月 26 日（星期五）

在香港举行，今年比赛首次于美国矽谷、新加坡、香港以及德国斯图加特等地举办地区准决赛，

入围总决赛的选手经过一轮竞赛脱颖而出，参与即将举行的全球总决赛。 

 

香港作为领先国际创科中心，吸引来自世界各地的顶尖初创企业参与其中。今年的准决赛队伍

八成来自海外， 横跨全球 16 个经济体，是历年来最国际化的电梯募投比赛。 
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「电梯募投比赛 2024」为科技园公司的年度初创旗舰盛事，亦成为了创科界最备受瞩目和关

注的活动之一。今年的总决赛将于 2024 年 4 月 26 日在香港环球贸易广场（ICC）顶层的地标

「天际 100」进行，初创企业将于「金融科技」、「房地产科技」及「物流与出行科技」三个

创新组别进行竞赛。 

 

初创队伍将有 60 秒的时间，以电梯募投的形式向评审团推介其创新构思。所有参赛者将可角

逐 4,500万美元的潜在投资机遇1，同时将有机会获得由香港科技园创投基金高达 500 万美元投

资额、24 万美元的现金奖以及更多商业合作机会。通过参与「电梯募投比赛」，初创企业可

以善用香港最大的创科生态圈科技园公司作为跳板，探索中国内地、亚洲以及其他海外市场的

庞大机遇。 

 

有关总决赛队伍的完整名单，请参阅附录。 

 

附录： 

物流与出行科技 

 公司名称（以英文字母顺序排列） 总部 

1 ABAKA AI 中国内地 

2 ACCURE Battery Intelligence 美国 

3 AUTOCRYPT 南韩 

4 Certivity 德国 

5 Coordle 美国 

6 EVA 德国 

7 FlyX Technologies Inc. 美国 

8 ivilion 德国 

9 恺望数据 中国内地 

 
1 香港科技园创投基金、海阔天空创投(Beyond Ventures)、嘉量资本(BitRock Capital)、基汇资本(Gaw Capital)、香港 X (Hong Kong X)

、英诺天使基金(InnoAngel)、集富亚洲投资公司(Jafco Asia)、概念资本(Mindworks Capital) 和慧科科创投资(Radiant Tech Ventures)

管理的基金将考虑对「电梯募投比赛」申请者进行投资（条款和条件由双方商定）。 
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10 Libpet Tech Limited 香港  

11 Meep 西班牙 

12 MotoNerv Limited 香港 

13 Mushroom Material 新加坡 

14 Novac 意大利 

15 Ohoskin 意大利 

16 OpalAI Inc 美国 

17 PIX Moving 中国内地 

18 SCRAMBLUX GMBH 德国 

19 上海穹彻智慧科技有限公司 中国内地 

20 Smart Audio Technologies 英国 

21 Soter AI 美国 

22 tozero GmbH 德国 

23 Vidi Labs Limited 香港 

24 Waveye Inc 德国 

25 wheel.me 挪威 

26 星猿哲科技 中国内地 

 

房地产科技 

 公司名称（以英文字母顺序排列） 总部 

1 Agora World 美国 

2 Ailytics Limited 香港 

3 Albacastor Technology Limited 艾柏轮科技 香港 

4 Allye Energy 英国 

5 AZURE PRINTED HOMES 美国 

6 Blue Wall Technology 中国内地 

7 Carnot Innovations Limited 香港 
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8 Civils.ai 新加坡 

9 Collov Inc 美国 

10 Green Independence 意大利 

11 GreenCoat Pty Ltd 澳洲 

12 Hyele Limited 香港 

13 inHovate Solutions 阿拉伯联合酋长国 

14 Kodifly Limited 香港 

15 LifeSparrow Solutions Limited  香港 

16 Pando Electric 美国 

17 ProGreen Innovations  肯尼亚共和国 

18 Syzl  加拿大 

19 TANGObuilder 美国 

20 Ultrack Technology Sdn. Bhd. 马来西亚 

21 WaveScan Technologies Pte Ltd 新加坡 

22 小库科技 中国内地 

23 粤十机器人 中国内地 

24 朱林科技 中国内地 

 

金融科技 

 公司名称（以英文字母顺序排列） 总部 

1 Aurionpro Payment Solutions Ltd 香港 

2 Bizbaz Pte. Ltd. 新加坡 

3 Boopos 美国 

4 Boost Capital 新加坡 

5 Connect Earth 英国 

6 诚镌科技有限公司 香港 

7 e-States 美国 
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8 exaBITS 美国 

9 imBee 香港 

10 iVE.ONE Limited 香港 

11 Kaiku 英国 

12 KORZO INC. 英国 

13 KYP 英国 

14 Meson 新加坡 

15 MoneyMatch Sdn Bhd 马来西亚 

16 Physis Investment 美国 

17 Helios Life Enterprises  美国 

18 RealKey 美国 

19 Rey 印尼 

20 深圳魔数智擎人工智能有限公司 中国内地 

21 Smile API  新加坡 

22 恒际金融科技限公司 香港 

23 Transparently.AI 新加坡 

24 UNCLE2 Fintech Limited 香港 

 
### 

 

关于香港科技园公司  

香港科技园公司（科技园公司）于 2001 年成立，致力将香港发展成为国际创新科技中心。科

技园公司在香港建立了蓬勃的创科生态圈，支持共超过 10 间独角兽企业，汇聚 13,000 多名研

究人才，以及约 1,700 间来自 26 个国家和地区从事生物医药技术、人工智能及机械人技术、

金融科技及智慧城市发展的科技公司。 

 

科技园公司一直大力吸纳及孕育创科人才、加速创科成果商品化，为科技企业及人才在创科路

上提供全方位支持。我们建立的创科生态圈持续成长，足迹遍及全港，包括沙田的香港科学园、

九龙塘的创新中心，以及位于大埔、将军澳及元朗的创新园。三个创新园结合创新元素，朝着
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香港新型工业化发展方向，重点带动先进制造业、微电子业及生物科技等行业，重新定位新世

代工业。 

 

为配合香港未来发展及持续增长的创科需求，科技园公司积极连系深港两地，加强跨境交流，

支援全球科技企业及人才「引进来、走出去」，开拓内地、进军海外市场。位于深圳福田的香

港科学园深圳分园已于 2023年 9月开幕，园区总建筑面积为 31,000平方米，两幢大楼设有干

/湿实验室、共享工作位置、会议及展览场地等，务求提供更多科研及协作空间。科技园公司

将重点吸引来自医疗科技、大数据及人工智能、机械人技术、新材料、微电子、金融科技和可

持续发展七大领域的企业。 

 

科技园公司透过提供基建设施、支持服务、专业知识及合作伙伴网络，致力令创新科技成为香

港的新经济动力，巩固香港国际创新科技中心的地位，同时借助位处大湾区核心的优势，成为

引领创科发展的重要引擎。 

 

更多有关香港科技园公司的详情，请浏览 www.hkstp.org。 

 

传媒查询，请联络：  

香港科技园公司 

卓以庄 

电话：+852 2629 0155 

电邮：fiona.cheuk@hkstp.org 

 

爱德曼国际公关公司 

黄嘉琪 

电话：+852 3756 8623／6986 5822 

电邮：June.Wong@edelman.com/  

Edelmanhkstppr@edelman.com 
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